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Автомобильная электроника 
М. Тайбель, С. Рейтмайер, Ю. Томчик.� Перспективные 
разработки в области E-Mobility ....................................................... № 2, с. 120

Выставки и конференции
В. Миронюк. �Совместное заседание предприятий 
Госкорпорации «Росатом» и Секции № 9 МРГ  
при коллегии ВПК РФ ..........................................................................  № 1, с. 38
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Ю. Ковалевский. �Контрактная разработка в России: как она 
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�Деловая программа выставок ExpoElectronica 2022 
и ElectronTechExpo 2022 ......................................................................  № 4, с. 28 
Ю. Ковалевский. �Разработчики аппаратуры для ОАО «РЖД» 
и производители ЭКБ обсудили пути сотрудничества в новых 
условиях. Совместное заседание ОПЖТ, Секции № 9 МРГ 
по вопросам разработки и производства ЭКБ при коллегии ВПК 
РФ и консорциума «Пассивные электронные компоненты» ...............  № 6, с. 36
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техническая конференция «ЭМС» .......................................................  № 6, с. 44
Ю. Ковалевский. �Вопросы обеспечения предприятий 
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Р. Мангушева. �Потенциал и приоритеты индийско-
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В. Ежов. �Электронная компонентная база для отечественного 
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электронные компоненты», Консорциума предприятий в сфере 
автомобильных электронных приборов и телематики  
и Секции № 9 МРГ при коллегии ВПК РФ ........................................ № 10, с. 30

Вычислительная техника 
В. Лих. �USB-накопители информации корпоративного 
и индустриального класса  ................................................................ № 3, с. 110

Информационные 
и телекоммуникационные системы 
М. Макушин. �Связь: динамика и проблемы развертывания 
5G-сетей, работы в области 6G. Часть 1 .............................................  № 6, с. 78
М. Макушин. �Связь: динамика и проблемы развертывания 
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История успеха
�Умная фабрика, которая работает ......................................................  № 1, с. 52
�Когда гибкость заложена в саму основу оборудования .....................  № 3, с. 44
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востребованным на рынке ..................................................................  № 7, с. 54
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производства как инструмент развития российского рынка .............  № 8, с. 26

И. Рожков, А. Маурин. �Контролируемая эволюция: 
от ручной пайки до автоматизированного монтажа 
компонентов 0201 и BGA ....................................................................  № 9, с. 58

Колонка Департамента 
радиоэлектронной промышленности 
�№ 1, с. 21; № 2, с. 24; № 3, с. 32; № 4, с. 19; № 5, с. 21; 
№ 6, с. 27; № 7, с. 37; № 8, с. 19; № 9, с. 31; № 10, с. 20 

компетентное мнение
В. Мельников. �Чтобы оставаться лидером, необходимо 
постоянно совершенствоваться ..........................................................  № 1, с. 14
С. Тишкин. �Мы видим свою миссию в том, чтобы преодолеть 
недоверие к контрактному производству ...........................................  № 2, с. 12
З. Кондрашов. �НИИМА «Прогресс»: реализованные проекты 
и стратегия развития ........................................................................... № 2, с. 20
Р. Мангушева. �Чтобы продолжать развитие, нужно усиливать 
продвижение своей продукции и услуг ..............................................  № 3, с. 14
С. Заостровных, Е. Сучков. �Мы готовы обеспечить всю 
отечественную промышленность анализаторами цепей ................... № 3, с. 20
Я. Меньшиков. �Как интерес к технике становится бизнесом ........  № 3, с. 26
З. Кондрашов. �Рынок микроэлектроники в России есть. Нужно 
только научиться с ним правильно работать .....................................  № 4, с. 12
А. Брыкин. �Страна приступила к разработке того, к чему 
не прикасалась десятилетия ...............................................................  № 5, с. 12 
В. Миннебаев. �Мы стремимся разрабатывать компоненты, 
которые позволят потребителю создать лучшее изделие ..................  № 6, с. 12
Г. Левин. �Преодолеваем препятствия, чтобы не тормозить 
развитие производства ....................................................................... № 6, с. 20 
В. Беспалов. �Миссия нашего университета – раскрывать  
таланты ................................................................................................  № 7, с. 12 
З. Кондрашов. �Надо научиться в это непростое время сообща 
решать общие задачи .......................................................................... № 7, с. 20
А. Василенко. �Работать не покладая рук, что бы ни случилось ....  № 7, с. 26
А. Афанасьев. �Наши приоритеты – высокое качество 
и надежность поставок .......................................................................  № 7, с. 32
Дж. Инь. �Надежность, эксплуатационные характеристики 
и миниатюризация – ​ключевые требования, влияющие 
на развитие источников питания .......................................................  № 8, с. 12
А. Нарбутт. �Чтобы быстро решить насущные задачи, 
СвК выглядят самым лучшим, если не единственным решением ..... № 9, с. 10
М. Гурбашков. �Мы должны создавать не точечные решения, 
а качественные типовые линейки серийно выпускаемых 
компонентов и приводов ....................................................................  № 9, с. 18
А. Егоров. �Наилучшая поддержка для производителя – ​
обеспечение гарантированного спроса на длительный период ........  № 9, с. 24
Е. Липкин. �Российское качество должно стать брендом на 
мировом рынке .................................................................................. № 10, с. 12

Конструкторские решения 
А. Чернышов. �Многослойные печатные платы 
компании «ПСБ технологии» ...............................................................  № 1, с. 72
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Ш. Шугаепов, Е. Ермолаев, В. Егошин, 
Р. Ахметгалиев. �Металлокерамические корпуса АО «ЗПП» 
для полупроводниковых приборов и микросхем силовой 
электроники .........................................................................................  № 8, с. 56
А. Терешенок, С. Потапов. �Новые композитные материалы 
для терморегуляции мощной электроники ........................................  № 8, с. 62
Ш. Шугаепов, Е. Ермолаев, В. Егошин, С. Дорофеева. 
�Металлокерамические корпуса АО «ЗПП» для ПАВ-фильтров ...........  № 9, с. 78
А. Абрамов, Ю. Боброва. �Печатные платы со встроенным 
теплоотводом на основе листового пирографита ..............................  № 9, с. 82
С. Сковородников, Д. Семенов. �Особенности реализации 
технологии flip-chip при производстве CВЧ-приборов на примере 
ферритового SMD-циркулятора ........................................................ № 7, с. 130
В. Лучинин, О. Тестов, К. Гареев, Д. Тестов, И. Тестов, 
И. Хмельницкий. �Гибридные пассивно-активные 
миниатюрные системы электромагнитной защиты ......................  № 10, с. 100

Контроль и измерения 
А. Воронин, И. Кудряшов. �Тестовые и калибровочные 
системы для считывающей электроники кремниевых детекторов. 
Часть 1 ..................................................................................................  № 1, с. 86
П. Руднев, И. Чешигин. �Измерение энергетических 
распределений плотности потока излучений, или как правильно 
рассчитать мощность дозы от нейтронов и гамма-квантов ............ № 3, с. 118
А. Воронин, И. Кудряшов. �Тестовые и калибровочные 
системы для считывающей электроники кремниевых детекторов. 
Часть 2  ............................................................................................... № 3, с. 122
А. Чадин. �Вопросы метрологического обеспечения средств 
измерений фазового шума ................................................................ № 4, с. 110
А. Петровичев. �Испытания на электромагнитную 
совместимость ................................................................................... № 4, с. 116
А. Петровичев. �Организация рабочего места на основе 
реверберационной камеры .................................................................  № 5, с. 84
С. Белов. �Углубление самоконтроля контрольно-проверочной 
аппаратуры изделий систем управления: расширение областей 
контроля ..............................................................................................  № 5, с. 88
С. Белов. �Углубление самоконтроля контрольно-проверочной 
аппаратуры изделий систем управления: самоконтроль плат 
аналогового ввода до конечной сборки аппаратуры. Часть 1 ...........  № 6, с. 94
С. Новиков, Н. Плуготаренко. �Метод обработки данных 
откликов резистивных сенсоров газа для сокращения времени 
определения концентрации .............................................................. № 6, с. 102
С. Белов. �Углубление самоконтроля контрольно-проверочной 
аппаратуры изделий систем управления: самоконтроль плат 
аналогового ввода до конечной сборки аппаратуры. Часть 2 ......... № 7, с. 162
С. Белов. �Углубление самоконтроля контрольно-проверочной 
аппаратуры изделий систем управления: уточнения 
и дополнения к предыдущим материалам ....................................... № 8, с. 104
С. Белов. �Углубление самоконтроля контрольно-проверочной 
аппаратуры изделий систем управления: параметры оболочки 
пользователя ...................................................................................... № 9, с. 108

В. Быканов, М. Есакова, А. Тупицина. �Измерение 
параметров ЭКБ. Концептуальные основы установления 
и реализации обязательных метрологических требований ............. № 10, с. 38
К. Епифанцев. �Система геометрических допусков на изделия 
машиностроения и приборостроения. Проблемы развития 
инновационной группы зазоров и натягов ....................................... № 10, с. 44
К. Епифанцев. �Измерение дефектов геометрии. Алгоритм 
формирования круглограммы ROUNDTEST RA-120Р ...................... № 10, с. 48 
Ш. Шугаепов, Е. Ермолаев, В. Егошин, Е. Шакирова.� 
Метрологическое обеспечение АО «ЗПП» как инструмент 
повышения качества продукции ....................................................... № 10, с. 52 
А. Смирнов, Ф. Колдашов, Е. Смирнова. �Реализация 
межлабораторных сличений при измерениях вносимых помех 
в сети питания с помощью программируемых источников 
питания .............................................................................................. № 10, с. 58 
�Применение приемопередатчиков серии Proteus компании Tabor 
Electronics для тестирования радаров .............................................. № 10, с. 62 

Микро- и наноструктуры
А. Дудин, Н. Кацавец, Д. Красовицкий, А. Филаретов, 
В. Чалый. �Стандартизация технологий изготовления матриц 
для охлаждаемых тепловизоров – ​«тепло» или «холодно»? ............. № 2, с. 114
Т. Михайлова, Т. Мясоедова, В. Пташник, А. Бут.� 
Разработка импедансометрического сенсора на основе 
кремний-углеродных пленок для обнаружения паров летучих 
органических веществ ....................................................................... № 5, с. 114
О. Наливайко, А. Турцевич, В. Плебанович, В. Роговой. 
�Межкомпонентная изоляция канавками, заполненными 
диэлектриком, для субмикронных ИМС ........................................... № 6, с. 134

Микропроцессоры и ПЛИС
С. Аряшев, С. Власов, П. Зубковский, С. Сидоров. 
�Микроконтроллер «Комдив-МК» ....................................................... № 1, с. 118
А. Строгонов, П. Городков. �Обзор ПЛИС китайских 
производителей ...................................................................................  № 4, с. 66
А. Строгонов, И. Семейкин. �Диверсификация проекта 
последовательного КИХ-фильтра в базисе ПЛИС Cyclone IV 
от компании Altera ............................................................................. № 6, с. 108

Мнение экспертов
�Проблемы и возможности для развития отечественной 
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Надежность и испытания
А. Строгонов, М. Белых, Д. Пермяков. �Анализ методов 
расчета эксплуатационной интенсивности отказов БИС ................. № 1, с. 122
В. Мельников, Н. Скрипкин, С. Платонов, Ю. Поляков. 
�Прогнозирование надежности безнакальных магнетронов. 
Расширение технических возможностей .......................................... № 1, с. 130
Т. Максимов. �Тестопригодное проектирование 
в компании Остек .............................................................................. № 1, с. 138
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отечественной и импортной ЭКБ ...................................................... № 1, с. 142
Д. Соя, М. Степанищев. �Входной контроль печатных плат. 
Виды дефектов .................................................................................. № 3, с. 166
С. Белов. �Углубление самоконтроля контрольно-проверочной 
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и многократные тесты плат расширения .......................................... № 4, с. 120
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А. Гаранин, А. Маурин. �Внутренний враг не пройдет, или как 
повысить надежность паяных соединений ...................................... № 6, с. 152
А. Белоус, С. Ефименко, В. Смолич. �Особенности 
организации тестирования ЭКБ в диапазоне температур ................ № 6, с. 158
Е. Коренькова.� Восприимчивость беспилотных летательных 
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и электростатических разрядов ........................................................ № 8, с. 112
П. Пармон, А. Панченко, К. Еремченко.� Отечественные 
стенды «СИТ» для испытаний ЭКБ на надежность ........................... № 8, с. 122
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контроля кристаллов на пластине .................................................... № 9, с. 114

Нормативное регулирование
Ю. Ковалевский. �Совершенствование законодательства 
о поддержке отечественных производителей промышленной 
продукции. Заседание Секции по военно-промышленной 
политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета 
Федерации по обороне и безопасности ..............................................  № 1, с. 34
Ю. Ковалевский. �Совершенствование законодательства 
в сфере государственного оборонного заказа. Заседание 
Секции по военно-промышленной политике и бюджету 
Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне 
и безопасности  ...................................................................................  № 4, с. 38

Подготовка кадров 
А. Брыкин, М. Макушин. �Микроэлектроника США: 
инициативы и подходы к совершенствованию национальной 
системы подготовки кадров ................................................................  № 2, с. 56

Портрет фирмы
И. Марков, А. Лихошерст. �Монтаж печатных узлов 
на «умном» заводе ............................................................................... № 3, с. 70
�Сквозь санкции к автоматизации ........................................................  № 7, с. 62
�Многопрофильный центр компетенций ИЦ «АСК»: 
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А. Бойко, Д. Гаев, С. Тимошенков. �Корпусирование  
МЭМС: проблемы и решения ..............................................................  № 2, с. 88
Н. Нагаев, Ш. Шугаепов, Е. Ермолаев, В. Егошин. 
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А. Афанасьев, О. Бохов, В. Ильин, В. Лучинин.� 
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В. Иванов. �Перспективы и возможности производства 
микроLED-дисплеев ........................................................................... № 2, с. 106 
М. Назаренко, К. Моисеев, А. Сигов. �Особенности 
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